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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロプロセッサなどの電子装置用にヒートシンクとして用いられる冷却エレメント
であって、一方の側で前記電子装置に対して取り付けられ、かつ他方の側で別の放熱部材
を備える基板を含み、前記放熱部材が、該放熱部材の中央における空洞に取り付けられて
伝熱のために気流を生成するファンを支持している冷却エレメントにおいて、少なくとも
、一つのフィン部材が二つの隣接した前記放熱部材の間の空間に取り付けられ、前記放熱
部材および前記フィン部材の結合体が囲いのように装着されて、該冷却エレメントが前記
基板に取り付けた前記放熱部材によって形成されることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項２】
　請求項１に記載の冷却エレメントにおいて、前記フィン部材は、隣接した前記放熱部材
と二者択一的に機械接触していることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の冷却エレメントにおいて、前記フィン部材は波形ストリップ
から成ることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の冷却エレメントにおいて、前記放熱部材および前
記フィン部材は、同じ材料から成ることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の冷却エレメントにおいて、前記放熱部材および前
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記フィン部材は、異なる材料から成ることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の冷却エレメントにおいて、前記放熱部材および前
記フィン部材の材料は、銅、アルミニウムまたは銀のグループのうちの少なくとも一つで
あることを特徴とする冷却エレメント。
【請求項７】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の冷却エレメントにおいて、前記放熱部材および前
記フィン部材の材料は、銅合金またはアルミニウム合金のグループのうちの少なくとも一
つであることを特徴とする冷却エレメント。
【発明の詳細な説明】
【詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、マイクロプロセッサなどの電子装置の冷却に用いる冷却エレメントに関する
もので、その冷却エレメントは、放熱領域および伝熱領域を別々に有している。
【０００２】
　数百万のトランジスタを有し、高クロックレートで動作する今日のマイクロプロセッサ
では、多量の熱が発生する。その熱の大部分を除去する必要があり、それはヒートシンク
と呼ばれる装置でなされる。通常、ヒートシンクを用いて、電子装置の過熱を防止するた
めに、装置を瞬間的にまたは早計に故障させることになる熱を電子装置から除去する。過
去において、ヒートシンクは、主に、電力増幅器、整流器または他の電力電子装置などの
電力装置には重要であるが、コンピュータ、とりわけ、マイクロまたはパーソナル・コン
ピュータ用のマイクロプロセッサまたはCPUなどの、従来の「低電力」装置にはほとんど
重要でない。しかしながら、マイクロエレクトロニクスの急速な発達がコンポーネント製
造業者によって常に増加する多数の電子回路構成要素を単一のICチップに押し込んで完成
させようとすることと結び付いて、集積回路（IC）、および特にマイクロプロセッサまた
はCPUは、単一のICチップ内での隣接した電子回路構成要素間の分離がますます小さくな
って、ますます高度に集積される。また、同時に、マイクロプロセッサ製造業者は、非常
に高い動作クロックレートを有するマイクロプロセッサを生産しようと競っている。高動
作クロックレートでかつ超高密の回路集積では、単一マイクロプロセッサによって生じた
熱が重要な問題となる。
【０００３】
　従来のヒートシンクは、一体型または非一体型のどちらでもよい。非一体型のヒートシ
ンクは、主に多数の不連続成分を含み、たとえば、溶接され、締め付けられ、またはリベ
ッドで留められることによって互いに組み立てられてヒートシンク完成体を形成する。一
体型のヒートシンクは、通常、加熱押出、鋳造、鋳型打ち抜き、切り出しまたは圧延のい
ずれかによって、鋼片から形成および製造される。
【０００４】
　米国特許第6,367,542号は、二つのファンを備えたヒートシンク組立品に関するもので
、ここで、ヒート組立品は、ヒートシンク、内部ファン、ファンフレームおよび外部ファ
ンを含んでいる。ヒートシンク自体は、基部および基部に取り付けられたフィン部材を含
んでいる。フィン部材は、中枢部、および中枢部から放射状に広がる複数のフィンを含ん
でいる。ファンフレームは、そこに開口部を画成して、ヒートシンク上に設置されている
。外部ファンは、開口部を覆うようにファンフレーム上に設置されている。内部ファンは
、フィン部材の上部からフィン部材の下部への気流を加速するものである。
【０００５】
　米国特許公報2002/0024797号では、シャシーおよびフィン部材を含む放熱装置が示され
る。シャシーは、押出加工によって単一ユニットとして形成され、上表面を含んでいる。
フィン部材は、単一プレートから形成され、４つの平行な溝およびそこを通るチャンネル
を画成している。チャンネルは、二つの最も内側の溝の間に画成され、従来のクリップを
干渉的に受け入れるように構成されている。クリップは、熱を生じる電子装置に放熱装置
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を留め付けるものである。４つの溝は、シャシーのリブを干渉的に受け入れ、これにより
シャシーにフィン部材をしっかりと取り付けるものである。
【０００６】
　ヒートシンクを考察すると、金属から空気への伝熱領域の大部分が、熱源から、すなわ
ちプロセッサ自体から遠く離れて設計される。プロセッサにより生じた熱は、薄いフィン
における熱抵抗のため、少量のみが、プロセッサから長距離にあるフィンの領域に達する
。したがって、たとえば、米国特許第6,367,542号は、内部ファンを用いて、フィン部材
の上部からフィン部材の下部への気流を加速する。しかしながら、この配置では、プロセ
ッサ付近に伝熱領域を加えない。
【０００７】
　本発明の目的は、従来技術の欠点を除去して、マイクロプロセッサの冷却においてヒー
トシンクとして用いられる冷却エレメントの改良を達成することで、その冷却エレメント
は、放熱領域および伝熱領域を別々に有している。本発明の特徴は、添付の特許請求の範
囲で得られる。
【０００８】
　本発明によれば、マイクロプロセッサなどの電子装置用のヒートシンクとして用いられ
る冷却エレメントは、一方の側で冷却エレメントによって冷却すべき電子装置に取り付け
られ、かつ他方の側で別の放熱用部材を備える基部、すなわち基板を含み、この放熱用部
材が、伝熱のために気流を生成するファンを支持しているもので、少なくとも一つのフィ
ン部材が二つの隣接した放熱部材間の空間に取り付けられている。冷却エレメントに対し
て、放熱部材が放熱領域を形成し、フィン部材が伝熱領域を形成している。ファンは、熱
を冷却エレメントの周りに流出させるものである。
【０００９】
　本発明の好ましい実施例の一つでは、一方の側で電子装置に取り付けた基部は、その最
も厚い部分で電子装置に取り付けられ、その基部は、電子装置が取り付けられる側で、そ
の縁領域に達するにつれてより薄くなるものである。マイクロプロセッサが取り付けられ
た側と反対の基部の他方の側は、平坦な表面を有している。本発明の他の実施例では、基
部は、その領域に対して実質的に同じ厚さを有してよく、したがって、基部の両側の表面
は平坦である。このとき、その厚さは、厚さが縁領域に向かって薄くなる実施例における
基部の最も厚い部分よりも、有利に薄い。このとき、両実施例において基部の総体積は、
高い熱抵抗を回避するのに適している。
【００１０】
　本発明の好ましい実施例において、放熱部材は、基部の周囲に接して実質的に垂直な位
置で平坦な表面を有する基部の側に取り付けられている。放熱部材は、空洞が基板上の中
心部に画成されるような寸法および形状のものである。放熱部材は、高熱伝導を持たせる
ために、銅、アルミニウムまたは銀製である。また、放熱部材の材料は、銅合金またはア
ルミニウム合金でもよい。放熱部材は、互いに機械的に接続され、二つの隣接した放熱部
材の間に少なくとも一つのフィン部材が取り付けられている。フィン部材は、銅、アルミ
ニウムまたは銀などの波形金属ストリップから成る。また、フィン部材の材料は、銅合金
またはアルミニウム合金でもよい。フィン部材は、二つの隣接した放熱部材間の各空間に
取り付けられて、フィン部材は、両方の放熱部材と二者択一的に機械接触している。
【００１１】
　放熱部材間の中心部における空洞は、ファンのためのもので、そのファンは、空気を放
熱部材付近でもフィン部材付近でも流れるようにして、これにより電子装置から生じる熱
を除去するものである。
【００１２】
　本発明の一実施例では、放熱部材およびフィン部材の結合体は、冷却すべき電子装置を
備えたファンおよび基部が互いに機械接続した結合体とは別に組み立てられる。本発明の
冷却エレメントは、これらの結合体を互いに装着したものである。
【００１３】
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　上述のように、基部は、電子装置と機械接触しているもので、高熱抵抗を避ける総体積
を有している。同様の理由に基づき、放熱部材は、熱がその部材へと伝導できるようにフ
ィン部材より厚く、以前の部材よりも小さい熱抵抗を有している。このとき、フィン部材
に伝導した熱は、ファンを用いて生成される気流によって伝達される。また、薄いフィン
部材を用いる場合の有利な点は、ファンによって生じた強制冷却での気圧低下が減少する
こと、および同じファン力でより高い気流速度を可能とすることで、これによって冷却能
力が増大する。
【００１４】
　本発明を図面を参照して、より詳細に説明する。
【００１５】
　図１ａから図１ｅによれば、マイクロプロセッサ１は、冷却エレメントの基板２の中央
部に取り付けられている。基板２は、その最も厚い部分でマイクロプロセッサ１に取り付
けられ、基板２は、マイクロプロセッサ１が取り付けられる側で、基板２の縁領域に達す
るにつれてより薄くなるものである。マイクロプロセッサ１が取り付けられた側と反対の
、基板２の反対の他方の側は、平坦な表面を有している。複数の放熱部材３は、基板２の
表面に対して実質的に垂直な位置で基板２の平坦な側の周囲に取り付けられている。隣接
した放熱部材３は、フィン部材４によって互いに機械的に接続している。ファンフレーム
５は、放熱部材３上で、基板２の反対にある端部に取り付けられ、ファン６は、放熱部材
３の中央で形成される空洞に配置されている。矢印７は、ファン６、ならびにマイクロプ
ロセッサ１および放熱部材３を備えた基板２を互いに組み立てるときの方向を示す。
【００１６】
　図２ａから図２ｄによれば、マイクロプロセッサ11は、冷却エレメントの基板12の中央
部に取り付けられている。厚い部分における基板12の形状は、図１に示す実施例の基板２
と同様である。複数の放熱部材13は、基板12の表面に対して実質的に垂直な位置で基板12
の平坦な側の周囲に取り付けられている。ファンフレーム14は、放熱部材13上で、基板12
の反対にある端部に取り付けられている。ファン15自体は、放熱部材13の中央部に形成さ
れる空洞に配置されている。矢印16は、ファン15、ならびにマイクロプロセッサ11および
放熱部材13を備えた基板12を互いに組み立てるときの方向を示す。
【００１７】
　図２ａ～ｄに示す実施例の伝熱領域は、外部放熱部材17に基づいている。二つの隣接し
た外部放熱部材17は、フィン部材18によって互いに機械接触している。外部放熱部材17お
よびフィン部材18の結合体は、基板12に取り付けた放熱部材13によって形成された冷却エ
レメントを囲んで装着されている。
【００１８】
　図３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄおよび図４の実施例において、マイクロプロセッサ21は、冷
却エレメントの円形基板22の中央部に取り付けられている。厚い部分における基板22の形
状は、図１ａ～ｅに示す実施例の基板２と同様である。複数の放熱部材23は、基板22の表
面に対して実質的に垂直な位置で基板22の平坦な側の周囲に取り付けられている。ファン
フレーム24は、放熱部材23上で、基板22の反対にある端部に取り付けられている。ファン
25は、放熱部材23の中央部に形成される空洞に配置されている。矢印26は、ファン25によ
って生成された気流の方向を示す。二つの隣接した放熱部材23は、フィン部材28によって
互いに機械接触している。放熱部材23およびフィン部材28の結合体は、基板22に取り付け
た放熱部材23によって形成された冷却エレメントを囲んで装着されている。
【００１９】
　図５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄおよび図６の実施例において、マイクロプロセッサ31は、冷
却エレメントの二次基板32の中央部に取り付けられている。厚い部分における基板32の形
状は、図１ａ～ｅに示す実施例の基板２と同様である。複数の放熱部材33は、基板32の表
面に対して実質的に垂直な位置で基板32の平坦な側の周囲に取り付けられている。ファン
フレーム34は、放熱部材33上で、基板32の反対にある端部に取り付けられている。ファン
35は、放熱部材33の中央部に形成される空洞に配置されている。矢印36は、ファン35によ
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した放熱部材33は、フィン部材38によって互いに機械接触している。放熱部材33およびフ
ィン部材38の結合体は、基板32に取り付けた放熱部材33によって形成された冷却エレメン
トを囲んで装着されている。基板32のコーナーにおいて、二つの隣接した放熱部材33は、
フィン部材38によって互いに接続して、その接続は、一点のみにおいて実質的である。
【００２０】
　本発明は、ある特定の実施例に関して記載しているが、本発明の意図から外れずに当業
者によって多くの修正および変更がなし得ることが分かる。したがって、本発明の真の意
図および範囲内に入るような修正および変更をすべて包含することを、添付の特許請求の
範囲によって意図する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１ａ】一方の側から見た本発明の第一の実施例を示す。
【図１ｂ】前側および上方を含む一方の側から見た分解斜視図として図１ａの実施例を示
す。
【図１ｃ】前側および下方を含む一方の側から見た分解斜視図として図１ａの実施例を示
す。
【図１ｄ】図１ｂの組立状態の斜視図を示す。
【図１ｅ】図１ｃの組立状態の斜視図を示す。
【図２ａ】一方の側から見た本発明の第二の実施例を示す。
【図２ｂ】前側および上方を含む一方の側から見た分解斜視図として図２ａの実施例を示
す。
【図２ｃ】前側および下方を含む一方の側から見た分解斜視図として図２ａの実施例を示
す。
【図２ｄ】図２ｃの組立状態の斜視図を示す。
【図３ａ】一方の側から見た本発明の第三の実施例を示す。
【図３ｂ】前側および上方を含む一方の側から見た分解斜視図として図３ａの実施例を示
す。
【図３ｃ】前側および上方を含む一方の側から見た組立状態の斜視図として図３ａの実施
例を示す。
【図３ｄ】前側および下方を含む一方の側から見た組立状態の斜視図として図３ａの実施
例を示す。
【図４】ファンを除いて上から見た図３ａの実施例を示す。
【図５ａ】一方の側から見た本発明の第四の実施例を示す。
【図５ｂ】前側および上方を含む一方の側から見た分解斜視図として図５ａの実施例を示
す。
【図５ｃ】前側および上方を含む一方の側から見た組立状態の斜視図として図３ａの実施
例を示す。
【図５ｄ】前側および下方を含む一方の側から見た組立状態の斜視図として図３ａの実施
例を示す。
【図６】ファンを除いて上から見た図５ａの実施例を示す。
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【図３ｂ】 【図３ｃ】
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【図３ｄ】 【図４】

【図５ａ】 【図５ｂ】
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【図５ｃ】 【図５ｄ】
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